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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルと光学系及びバックライトモジュールとからなる液晶表示装置において、バ
ックライト光源として用いられる発光ダイオード素子を実装してある基板に対して、カー
ボングラファイトシートとセラミック層をフィラとして含有するシートを積層した少なく
とも二層構造とした層構成を放熱用シートの基本として有しており、カーボングラファイ
トシートとセラミックフィラ含有シートの二層構造である前記放熱シートを発光ダイオー
ド素子の放熱基板や放熱筺体に対しても設けてあることによりバックライトモジュールを
構成してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　上記請求第１項記載における液晶表示装置において、液晶パネルと光学系及びバックラ
イトモジュールとからなる液晶表示装置において、バックライト光源として用いられる発
光ダイオード素子を実装してある基板に対して、少なくともカーボングラファイトシート
とセラミックフィラ含有シートの二層構造を基本とした層構成を設けており、前記基板の
裏面或いは表面にカーボングラファイトシートとセラミックフィラ含有シートを密着させ
貼り合わせてあるか、セラミックフィラを背面にスプレーしたカーボングラファイトシー
トを密着させ貼り合わせてある構成を少なくとも有している発光ダイオード素子の放熱基
板や放熱筺体を設けてあることによりバックライトモジュールを構成してあることを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項３】
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　液晶パネルと光学系及びバックライトモジュールとからなる液晶表示装置において、バ
ックライト光源として用いられる発光ダイオード素子を実装してある基板に対して、前記
基板の裏面或いは表面にセラミック層をフィラとして含有するシートとカーボングラファ
イトシートとセラミック層をフィラとして含有するシートの少なくとも三層構造とした層
構成を放熱用シートの基本として有しており、カーボングラファイトシートの両側をセラ
ミックフィラ含有シートで挟んだ三層構造である前記放熱シートを発光ダイオード素子の
放熱基板や放熱筺体に対しても設けてあることによりバックライトモジュールを構成して
あることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　上記請求第３項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用いられ
る発光ダイオード素子を実装してある基板に対して、前記基板の裏面或いは表面にカーボ
ングラファイトシートの両側をセラミック層をフィラとして含有するシートで挟んだ三層
構造を基本とした層構成を設けており、カーボングラファイトシートの両面にセラミック
フィラ含有シートを接着し設けてある三層構造のシートを前記基板に構成するか、或いは
カーボングラファイトシートの両面にセラミックフィラをスプレーしてある三層構造のシ
ートを前記基板に構成することにより、発光ダイオード素子の放熱基板や放熱筺体を設け
てあるバックライトモジュールを構成してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　上記請求第１から４項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用
いられる発光ダイオード素子を実装してある基板をセラミック基板とするか金属基板とし
て、前記基板の裏面にはカーボングラファイトシートとセラミックフィラ含有シートを設
けることにより、カーボングラファイトシートの両側をセラミックフィラ含有シートで挟
んだ三層構造を有しており、カーボングラファイトシートの両面にセラミックフィラ含有
シートを接着し設けて構成するか、或いはカーボングラファイトシートの両面にセラミッ
クフィラをスプレーしてあるセラミック層を設けて前記基板を構成してあることにより、
発光ダイオード素子の放熱基板や放熱筺体を設けてあるバックライトモジュールを構成し
てあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　上記請求第１から４項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用
いられる発光ダイオード素子を実装してある基板をセラミック基板として、前記セラミッ
ク基板の表面には配線が設けてあり前記配線上に前記発光ダイオード素子が実装してあり
、前記セラミック基板の裏面にはカーボングラファイトシートとセラミックフィラ含有シ
ートを設けることによりセラミック基板とカーボングラファイトシートとセラミックフィ
ラ含有シートの三層構造を有しており、カーボングラファイトシートの背面にセラミック
フィラ含有シートを接着し設けて構成するか、或いはカーボングラファイトシートの背面
にセラミックフィラをスプレーしてあるセラミック層を設けて前記セラミック基板を構成
してあることにより、発光ダイオード素子の放熱基板や放熱筺体を設けてあるバックライ
トモジュールを構成してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】
　上記請求第１と４項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用い
られる発光ダイオード素子を実装してある基板を金属基板として、前記金属基板の表面に
は絶縁層を介して配線が設けてあり前記配線上に前記発光ダイオード素子が実装してあり
、前記金属基板の裏面にはセラミックフィラ含有シートとカーボングラファイトシートと
セラミックフィラ含有シートの三層構造を有しており、カーボングラファイトシートの両
面にセラミックフィラ含有シートを接着し設けて構成するか、或いはカーボングラファイ
トシートの両面にセラミックフィラをスプレーしてあるセラミック層を設けて前記金属基
板を構成してあることにより、発光ダイオード素子の放熱基板や放熱筺体を設けてあるバ
ックライトモジュールを構成してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　上記請求第１から７項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用
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いられる発光ダイオード素子を実装してある筐体全体に対して、少なくともカーボングラ
ファイトシートとセラミック層の層構成を設けており、前記筺体の裏面或いは表面にカー
ボングラファイトシートとセラミックフィラ含有シートを密着させ貼り合わせてあるか、
セラミックフィラを背面にスプレーしたカーボングラファイトシートを密着させ貼り合わ
せてある構成を少なくとも有している発光ダイオード素子の放熱筺体を設けてあることに
よりバックライトモジュールを構成してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】
　上記請求第１から８項記載における液晶表示装置において、バックライト光源として用
いられる発光ダイオード素子を実装してある基板に対して設けるカーボングラファイトシ
ートには樹脂からなる粘着接着層が形成されていることにより絶縁性が十分に確保されて
おり、少なくとも絶縁耐圧が１ｋＶ以上達成できているシートを構成してあることにより
、発光ダイオード素子の放熱基板や放熱筺体を設けてあるバックライトモジュールを構成
してあることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】
　上記請求第１から９項記載の液晶表示装置において、バックライト光源として用いられ
る発光ダイオード素子を実装してある基板に対して設けるカーボングラファイトシートの
側壁に絶縁耐圧の高い樹脂からなる粘着接着層が形成されているか、或いはカーボングラ
ファイトシートの側壁にセラミックフィラ含有シートを設けるか、或いはセラミックフィ
ラをカーボングラファイトシートの側壁にスプレーしてあることにより、カーボングラフ
ァイトシートの側壁を絶縁層によりカバーしてあり、少なくとも絶縁耐圧が１ｋＶ以上確
保できていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１１】
　上記請求第１から１０項記載の液晶表示装置において、発光ダイオード素子を搭載する
基板にカーボングラファイトシートとセラミック層を導入したシートが設けられており、
発光ダイオード素子を搭載する基板や筺体をバックライトモジュールに構成したことを特
徴とする携帯電話用やパーソナルコンピュータ用或いはテレビ用の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置では、特に携帯電話用の小型液晶パネルには、青色半導体発光ダイオード
素子と黄色蛍光体を組み合せた白色光源がバックライトとして用いられている。これに対
して、中型及び大型液晶表示装置では、これまで冷陰極管を用いてバックライト光源とし
ていたが、近年半導体発光ダイオード（ＬＥＤ）素子をバックライト光源に適用したモジ
ュールが液晶テレビ用に開発されてきている。三原色を独立に制御して高画質や高速応答
で色表示性能を向上させるためには、赤緑青三原色のＬＥＤ素子を搭載し制御することが
可能なＬＥＤバックライトモジュールとする必要があり、さらにＬＥＤバックライト光源
に対する投入電力が大きくなるため放熱特性を向上させる必要がある。
【０００３】
　これまで放熱特性を向上させるため、半導体素子や電子部品，電子機器の放熱や冷却用
の装置において、カーボングラファイトシートを用いて広い面積で効率よく放熱効果を得
ることができ、薄型化と小型化や柔軟性を図る試みがなされている。これらについて、公
知例として特許文献１や２および３において具体的な素子や装置に構成されている放熱手
段が記述されている。
【０００４】
　また特許文献４では、グラファイトシートをプラズマディスプレイ用途のヒートスプレ
ッダとして適用した例を述べており、さらに発光ダイオードを適用したディスプレイ装置
にも有効であることを記述している。
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【０００５】
【特許文献１】近藤　繁他，特開２０００－２２３６２９号公報
【特許文献２】吉田　明他，特開２００１－１１１２７９号公報
【特許文献３】阿部　宗光他，特開２００２－３４４１８０号公報
【特許文献４】ティモシー　クロベスコ他，特開２００５－１２２１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、液晶表示装置に関する内容であり、バックライトモジュールの放熱特性を向
上させ、バックライト光源としてのＬＥＤ素子を用いたバックライトやバックライトモジ
ュールの光学特性を改善することを目的とする。
【０００７】
　ＬＥＤ素子は点光源であるので、熱的観点で見ると熱源としてはヒートスポットとなり
狭いエリアからの熱が生成拡散していくことになる。この熱源から発生する熱を素早く拡
散させ、面積の広いバックライトやバックライトモジュールにおいて熱の拡がりを均一に
して温度分布の均一性を向上させる必要がある。このため、熱伝導度の高い基板やシート
が必要となる。しかしながら、放熱が十分になされなければ、基板やシートにおいて熱の
拡がりが均一にならずまた温度分布を均一に保つことは困難になる。また排熱が十分にな
されなければ、熱の拡がりや温度分布の均一性が十分であっても、温度上昇が経時的に生
じてさらに温度分布も均一に維持できない状況となる。
【０００８】
　本発明では、放熱と排熱の対策を考慮し、ＬＥＤ素子を用いたバックライト光源とバッ
クライトモジュールの放熱特性を向上させ、さらに排熱に対しても十分に対策して、熱伝
導度の高い基板やシートからの熱輸送をスムーズに適応できるように設定した。また全体
的に温度上昇が経時的に生じたり温度分布の経時変化が生じたりせずに、熱の拡がりや温
度分布の均一性を維持して定常的に制御することにより、ＬＥＤ素子の発光効率を低下さ
せずに改善させることを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明において、液晶表示装置のバックライト光源やバックライトモジュールの放熱特
性を向上させる手段について述べ、ＬＥＤ素子の効率を改善し低消費電力化を図る構成に
ついて以下に記述する。
【００１０】
　本発明では、液晶表示装置のバックライト光源にＬＥＤ素子を適用する際に、高出力高
輝度で動作させると、消費電力が高くなることによって発熱の問題が大きくクローズアッ
プされてくる。またＬＥＤ素子は点光源であるため、発熱源としてはヒートポイントとな
り発熱エリアが極小面積に限られて、熱がこもりがちになる傾向になる。
【００１１】
　本内容では、上記の発熱の問題に対する対策を以下のように施した。光源となるＬＥＤ
素子のパッケージや放熱基板或いはディスプレイバックライトモジュールの筺体において
、生じる発熱を十分に広いエリアへ拡散させ放熱させる構成をとった。従来熱伝導度が
２００Ｗ／ｍＫ以上と高く広い面積に適用可能なカーボングラファイトシートを放熱用途
に活用することは知られている。しかしながら、カーボングラファイトシートは黒色のカ
ーボングラファイトを主成分としているので、黒体輻射に近くなり電磁波の吸収率が高く
熱輻射率が小さくなる問題がある。また、カーボングラファイトシートでは、シートと平
行な横方向の熱伝導度が高く熱拡散に優れているが、シート膜厚の縦方向には熱伝導度が
一桁低く熱伝導や熱輸送は制限されることになる。このため、熱伝導や熱拡散が横方向に
進行し均熱化を図るには有効であるが、カーボングラファイトシートにおいて全体に熱が
拡がった後にさらに放熱し排熱することには限界があった。そこで、カーボングラファイ
トシートからさらに放熱し排熱する構成が必要であった。本内容では、電磁波の吸収率が
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小さく熱輻射率が０.９ 以上と大きなセラミック粒子をフィラとしたセラミックフィラシ
ートを活用することにより、課題の解決に対する対策とすることとした。即ち、カーボン
グラファイトシートの片面をセラミックフィラシートで覆う構成とした。カーボングラフ
ァイトシートで拡がった熱をセラミックフィラシートで赤外線電磁波の放射として、大気
中へ熱輻射を十分に行い放熱と排熱を図ることが可能となる。別に、カーボングラファイ
トシートでは、側壁などから伝導性があるカーボングラファイト粒子が飛散して、電気的
にショートやリークの原因になる可能性がある。この問題を解決するには、カーボングラ
ファイト粒子が飛散しないように、絶縁処理をする必要がある。これに対しても、セラミ
ックフィラシートで覆うことにより、絶縁処理が可能であり、絶縁耐圧が少なくとも１
ｋＶ以上に設定できる特徴がある。このため、ディスプレイ用途に必要な絶縁耐圧が十分
に確保できる利点となる。
【００１２】
　本内容では、ＬＥＤ素子のパッケージや基板及び筺体に対して、カーボングラファイト
シートを設け、さらにセラミックフィラシートを設ける二層構造とする放熱と排熱の構成
を基本構成としている。ＬＥＤ素子の実装基板にセラミック基板を用いると、セラミック
基板が高い絶縁耐圧と熱輻射を有している特徴があるので、セラミック基板裏側にカーボ
ングラファイトシートを設け、その後セラミックフィラシートを設ける二層構造とした構
成で十分対応できる。この場合には、カーボングラファイトシートがセラミック層である
セラミック基板とセラミックフィラシートに挟まれた三層構造として実効的に見ることも
できる。さらに発展させて、カーボングラファイトシートの両側をセラミックフィラシー
トで挟み込む三層構造を基本構成とすることも可能である。ＬＥＤ素子の実装基板に金属
基板を用いると、放熱特性を改善する構成として、セラミックフィラシートでカーボング
ラファイトシートを挟んだ三層構造として金属基板裏側に接着させることにより対応でき
る。これにより、ショートやリークの電気的な問題を生ずることなく、絶縁耐圧と放熱排
熱の特性を十分に確保した基板構成として対応できる。
【００１３】
　実装基板の放熱特性を改善すると、実装基板の温度上昇を少なくとも２０－２５度抑制
させることができる上に、ＬＥＤ素子を光源とする大型液晶テレビのバックライトモジュ
ール筺体においても、温度上昇を少なくとも４０－５０度抑制させることが可能である。
本内容では、従来均熱性に優れるヒートパイプの機能を上回る特徴がある。即ち、ヒート
パイプの面積を上回る広いエリアに熱を拡散でき温度分布を均一にできる上に、１mm前後
の薄いシートで対応できるので薄型基板の構成に仕上げることができ、ディスプレイの用
途に十分有効となることが示される。さらには、従来放熱を効率よく行うためにバックラ
イトモジュールの筺体に設けられるフィン構造や、排熱を十分に行う強制排気のためのフ
ァンを導入されているが、本内容では放熱のための筺体のフィン構造や排熱のための強制
排気ファンを設ける必要がなく、目標とする消費電力を達成できる利点がある。これによ
り、簡略化した筺体構造が実現でき、バックライトモジュールを低コストで薄型に構成で
きる効果がある。
【００１４】
　上記により、高電流での動作条件においてＬＥＤ素子の発光効率を少なくとも２０－
３０％向上させ、消費電力を少なくとも２０－３０％低減できる効果がある。これはLED
素子や封止樹脂の信頼性を向上させることにつながる。またカーボングラファイトシート
をセラミック層により挟んだ三層構造とすることにより、実装基板やバックライトモジュ
ールに対して、絶縁耐圧が少なくとも１ｋＶ以上確保することが可能であり、ディスプレ
イ用途に必要とされる絶縁耐圧を実現することが可能となる。
【００１５】
　上記に基づいて、本内容の技術により、放熱特性を向上させたＬＥＤ素子のパッケージ
や基板及びバックライトモジュールの筺体が実現できるので、ＬＥＤ素子の発光効率を大
電流動作時において改善させることが可能である。これにより、全体として消費電力を低
減するのに有効となる。さらに、ディスプレイ用途に絶縁耐圧と信頼性を十分確保したバ
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ックライトモジュールを構成できる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、液晶表示装置に対して光源とするＬＥＤ素子の発光効率を改善させ、バッ
クライトモジュールの消費電力を低減できる効果がある。本内容では、ＬＥＤ素子の基板
に対して、金属基板やセラミック基板適用するが、これらの基板に高熱伝導のカーボング
ラファイトシートと高熱輻射率のセラミックフィラシートの組み合わせを基本として設け
る。放熱特性を向上させる構成としては、カーボングラファイトシートとセラミックフィ
ラシートを二層構造とするか、カーボングラファイトシートをセラミック層で挟み込む三
層構造を適用する。本内容において、熱伝導度が少なくとも２００Ｗ／ｍＫ以上と金属基
板並みに高いカーボングラファイトシートは、点光源であるＬＥＤ素子の熱源からの熱を
素早く拡散させヒートスプレッダーとしての役目を果たし、均熱化を十分に図り温度分布
を均一化させる効果がある。また熱輻射率が０.９ 以上と高いセラミックフィラシートは
、基板から輸送された熱を大気中へ排熱するのに十分作用する。
【００１７】
　本内容では、少なくともカーボングラファイトシートとセラミックフィラシートを二層
構造とした構成を基本として、以下のように放熱基板を構成するようにした。ＬＥＤ素子
の実装基板にセラミック基板を適用した場合には、セラミック基板裏側にカーボングラフ
ァイトシートを設け、その後セラミックフィラシートを接着し設ける二層構造とした構成
とする。またＬＥＤ素子の実装基板に金属基板を用いた場合には、放熱特性を改善する構
成として、セラミックフィラシートでカーボングラファイトシートを挟んだ三層構造とし
て金属基板裏側に接着させることにより対応する。このようにＬＥＤ素子の実装基板の放
熱特性を改善すると、実装基板の温度上昇を少なくとも２０－２５度抑制させることがで
きる上に、ＬＥＤ素子を光源とする大型液晶テレビのバックライトモジュール筺体では、
温度上昇を少なくとも４０－５０度抑制させることが可能である。熱を広いエリアに拡散
でき温度分布を均一にできるので、従来均熱化に優れるヒートパイプ以上の機能性を有し
ている上に、薄型の構成に仕上げることができるので、ディスプレイの用途には十分有効
であることが示される。さらに本内容では、放熱のための筺体のフィン構造や排熱のため
の強制排気ファンを設ける必要がなく、目標とする消費電力を達成できる利点がある。こ
れにより、簡略化した筺体構造が実現でき、バックライトモジュールを低コストで薄型に
構成できる効果がある。
【００１８】
　上記により、高電流での動作条件においてＬＥＤ素子の発光効率を少なくとも２０－
３０％向上させ、消費電力を少なくとも２０－３０％低減できる効果がある。これは実装
素子の信頼性を向上させることにつながる。
【００１９】
　また本内容により、実装基板やバックライトモジュールに対して、絶縁耐圧が少なくと
も１ｋＶ以上確保することが可能であり、ディスプレイ用途に必要とされる絶縁耐圧を実
現することが可能となる。
【００２０】
　上記により、ＬＥＤ素子の発光効率を向上させ低消費電力化を図ることと、絶縁耐圧と
信頼性をディスプレイ用途に十分確保したバックライトモジュールにできる効果が明らか
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明を実施するための形態を示す。
【実施例１】
【００２２】
　図１から図７を用いて、本発明の一実施例を以下に説明する。
【００２３】
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　本実施例で構成する液晶表示装置において、まずバックライトモジュールを構成する発
光ダイオード素子からなる光源について説明する。図１において、バックライト光源を構
成する発光ダイオード素子を実装したパッケージ構成を記述する。まず基板として絶縁層
付きの金属基板かセラミック基板或いはガラエポ基板１を用いて、その上に配線２を形成
した配線基板を準備する。その後、発光ダイオード素子を例えば青色発光ダイオード素子
３，緑色発光ダイオード素子４及び緑色発光ダイオード素子５，赤色発光ダイオード素子
６を共晶合金や銀ペースト材を用いて配線２の片側にダイボンディングする。次に発光ダ
イオード素子３，４，５，６に対して、金ワイヤ７を用いてもう一方の配線２に各々ワイ
ヤボンディングする。これらの発光ダイオード素子に対して、光反射板８となるモールド
樹脂を接着し固定する。その後、図２の断面図に示す透明樹脂９を脱泡処理しながら形成
し、発光ダイオード素子３，４，５，６に対して樹脂封止する。次に、縦方向より横方向
の熱伝導率が非常に高く異方性の高いカーボングラファイトシート１０を図２に示すよう
に設定し、その上に覆いかぶさるようにセラミックフィラ含有のシート１１を設ける。
【００２４】
　次に、上記図１と図２で記述したような発光ダイオード素子を実装したパッケージ構造
の他に、図３の上面図に示すように、例えば４つ分のパッケージ構造が接近して或いは隣
接してユニット構造１２を構成し、一つの基板１上に設けてある場合でも同様に、バック
ライトモジュールを構成することができる。図４の断面図に示すように、基板１の下側に
上記と同様に、カーボングラファイトシート１０を図４に示すように設定し、その上に覆
いかぶさるようにセラミックフィラ含有のシート１１を設ける。
【００２５】
　さらに、図５において、液晶表示装置のバックライト筺体１３に対して、図１及び図２
で示したパッケージ構造をそれぞれ搭載するか、図３及び図４で示したユニット構造をそ
れぞれ搭載して、図５に示す各々集合体とする構成によりバックライト光源を形成する。
その後、図６に示すように、バックライト筺体１３の下側に上記と同様に、カーボングラ
ファイトシート１０を図４に示すように設定し、その上に覆いかぶさるようにセラミック
フィラ含有のシート１１を設ける。
【００２６】
　上記のバックライト筺体１３に設けた発光ダイオード素子のパッケージ構造或いはユニ
ット構造の集合体をバックライト光源として、図７に示すように、液晶表示装置を構成す
る。この液晶表示装置の液晶パネルは、上記バックライト光源からの光線１５により照射
されることになる。液晶表示装置の光学系は、拡散板１６と正プリズムシート１７及び拡
散フィルム１８から少なくとも成り立っている。正プリズムシート１７及び拡散フィルム
１８の間に、高い正反射率を有するシートを導入し設けてもよい。拡散フィルム１８の上
に、偏光板１９と薄膜トランジスタ回路を有する液晶パネル２０と偏光板２１からなる液
晶パネル構成を設けることにより、図７の断面図に示す液晶表示装置が形成される。
【００２７】
　本実施例によると、横方向の熱伝導率が非常に高く異方性の高いカーボングラファイト
シート単体の場合に比べて、基板の温度上昇が相対的に小さくなり、発光ダイオード素子
のようなヒートスポットとなる熱源に対して横方向の均熱性がさらに向上し基板の温度分
布が平坦化できる。セラミックフィラ含有シートは、カーボングラファイトシートに広が
って温度上昇した熱浴から熱を吸収し、熱輻射率が０.９ 以上と高いため大気中に効率よ
く放熱していくことが可能である。このため、本内容に示すカーボングラファイトシート
上にセラミックフィラ含有シートを設けた２層構造にするだけでも、放熱性を向上させる
構成とすることができる。具体的には、図３及び図４に示すユニット構造の場合において
、基板の温度上昇を数度から１０度抑制することができ、温度差を数度以内に平坦化でき
ることに相当し、図５及び図６に示すバックライトモジュール筺体の場合において、筺体
の温度上昇を１０度以上抑制することができ、温度差を１０度以内に平坦化できることに
対応する。これらのことは、液晶表示装置の低消費電力にも非常に有効であり、消費電力
を１５－２０％低減するのに役立つ。さらに、図２，図４，図６と図７に示すように、カ
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ーボングラファイトシート上にセラミックフィラ含有シートを設ける際に、セラミックフ
ィラ含有シートをカーボングラファイトシートの側壁を覆うように設けることにより、導
電性のあるカーボングラファイトシートの絶縁性を十分に図り、絶縁耐圧を少なくとも１
ｋＶ確保することにも対応できる。
【００２８】
　また本実施例では、カーボングラファイトシート上にセラミックフィラ含有シートを設
けた２層構造として説明したが、カーボングラファイトシート上にセラミックフィラ含有
シートを設ける２層構造をさらに繰り返していくことによってさらに温度上昇を抑制し温
度分布の平坦化を図ることが可能である。このことは、液晶表示装置の低消費電力に有効
であることは言うまでも無い。
【００２９】
　本実施例の内容は、小型テレビ用から大型テレビ用の液晶パネルのバックライトモジュ
ールに適用できる。
【実施例２】
【００３０】
　図８から図１１を用いて、本発明の他実施例を以下に説明する。
【００３１】
　本実施例では、実施例１と同様に、発光ダイオード素子のパッケージ構造及びバックラ
イトモジュール筺体を構成するが、図８から図１１に示すように、パッケージ基板やユニ
ット基板及びバックライトモジュール筺体基板の下側に、まずセラミックフィラ含有シー
ト１１を設けてから、カーボングラファイトシート１０とセラミックフィラ含有シート
１１を設ける３層構造としている点が異なる。そのほかは、実施例１と全く同様に図１０
のバックライトモジュール及び図１１の液晶表示装置を形成する。
【００３２】
　本実施例によると、実施例１の構成である、カーボングラファイトシートとセラミック
フィラ含有シートの２層構造の場合に比べて、基板の温度上昇が相対的にさらに小さくな
り、発光ダイオード素子のようなヒートスポットとなる熱源に対して横方向の均熱性がさ
らに向上し基板の温度分布が平坦化できる。最初に設けるセラミックフィラ含有シートは
、まず基板の熱量を吸収し、その高い熱輻射率からカーボングラファイトシートへ放熱し
て、まず熱分布を平坦化する。その後に、３層めのセラミックフィラ含有シートは、温度
上昇したカーボングラファイトシートの熱量を吸収し、高い熱輻射により大気中に効率よ
く放熱していくことが可能である。このため、本内容に示すカーボングラファイトシート
上にセラミックフィラ含有シートを設けた３層構造にすることにより、放熱性をさらに向
上させる構成とすることができる。具体的には、図９のユニット構造の場合において、基
板の温度上昇を１０度以上抑制することができ、温度差を数度以内に平坦化できることに
相当し、図１０に示すバックライトモジュール筺体の場合において、筺体の温度上昇を
１５度以上抑制することができ、温度差を１０度以内に平坦化できることに対応する。こ
れらのことは、液晶表示装置の低消費電力にも非常に有効であり、消費電力を２０－３０
％低減するのに役立つ。
【００３３】
　さらに、図８から図１１に示すように、カーボングラファイトシート上にセラミックフ
ィラ含有シートを設ける際に、セラミックフィラ含有シートをカーボングラファイトシー
トの側壁を覆うように設けることにより、導電性のあるカーボングラファイトシートの絶
縁性を十分に図り、絶縁耐圧を少なくとも１ｋＶ確保することにも対応できる。
【００３４】
　また本実施例では、カーボングラファイトシート上にセラミックフィラ含有シートを設
けた３層構造として説明したが、カーボングラファイトシート上にセラミックフィラ含有
シートを設ける３層構造をさらに繰り返していくことによってさらに温度上昇を抑制し温
度分布の平坦化を図ることが可能であり、最初にセラミックフィラ含有シートの後、実施
例１での２層構造を繰り返す構成と構成上等価となる。
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【００３５】
　本実施例の内容は、小型テレビ用から大型テレビ用の液晶パネルのバックライトモジュ
ールに適用できる。
【実施例３】
【００３６】
　図１２から図１６を用いて、本発明の他実施例を以下に説明する。
【００３７】
　実施例２と同様にして、発光ダイオード素子のパッケージ構造及びバックライトモジュ
ール筺体を構成するが、配線２を図１２と図１３のようにパッケージ基板上に形成してお
く。発光効率の高い発光ダイオード素子や光分布を拡大できるパッケージ構造では、図
１４に示すように、バックライトモジュール筺体にパッケージ構造２２を各ラインごとに
交互に設け、千鳥格子状に配置設定することができる。その他の点では、実施例２と同様
に、図１４及び図１５のバックライトモジュールと図１６の液晶表示装置を形成する。
【００３８】
　本実施例によると、発光ダイオード素子を搭載するパッケージ構造間の距離が相対的に
離れることになり、より孤立したヒートスポット状の熱源となるが、カーボングラファイ
トシートの前後にセラミックフィラ含有シートを設けた３層構造にすることにより、放熱
性を向上させた構成としているので、ヒートスプレッダーとしての役目を十分に果たすこ
とができる。実施例２とほぼ同等な放熱特性が得られ、放熱性として同等の効果が達成で
きる。このため、放熱特性が液晶表示装置での表示特性に影響を与えることはない。
【００３９】
　本実施例の内容は、小型テレビ用から大型テレビ用の液晶パネルのバックライトモジュ
ールに適用できる。
【実施例４】
【００４０】
　図１７から図２５を用いて、本発明の他実施例を以下に説明する。
【００４１】
　本実施例では、携帯電話用のバックライトモジュールと液晶表示装置を形成する。まず
図１７において、青色発光ダイオード素子を実装したパッケージ素子を形成する。図１８
及び図１９に示すように、青色発光ダイオード素子を用いて、白色光を出すために、黄色
系の蛍光体を含有した樹脂２４を設けてある。これにより、白色発光ダイオード素子のパ
ッケージ２６を構成している。その他は、実施例１や２に示すパッケージ構造となってい
る。図１８では、放熱構造が基板１にカーボングラファイトシートとセラミックフィラ含
有シートを設けた２層構造であり、図１９では、放熱構造として基板１にカーボングラフ
ァイトシートの前後にとセラミックフィラ含有シートを設けた３層構造としている。図
２０には、配線付き絶縁膜シート２５上に白色発光ダイオード素子のパッケージ２６を搭
載した構成の上面図を示し、図２１及び図２２にはその断面図を示す。図２１では、放熱
構造が配線付き絶縁膜シート２５に対してカーボングラファイトシートとセラミックフィ
ラ含有シートを設けた２層構造であり、図２２では、放熱構造として配線付き絶縁膜シー
ト２５に対してカーボングラファイトシートの前後にとセラミックフィラ含有シートを設
けた３層構造としている。図２３には、携帯電話用途として、図２１或いは図２２で形成
したバックライトモジュールを搭載し、導光板２７を通してバックライト光線を拡大して
、液晶パネルに照射する液晶表示装置の上面図を示す。図２４には、配線付き絶縁膜シー
ト２５上に白色発光ダイオード素子のパッケージ２６を搭載して、導光板２７を通したバ
ックライト光線１５を導光板上面で拡大する。その後、逆プリズムシート２８に導いて光
線を立ち上げ、拡散フィルム２９を通して、偏光板３０と薄膜トランジスタ回路付き液晶
パネル３１及び偏光板３２に照射させる。携帯電話用の液晶表示装置は、図２５に示すよ
うに、バックライトモジュール３３と液晶パネル画素３４と絶縁層シート上配線３５及び
駆動回路３６からなるように形成する。
【００４２】
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　本実施例によると、より少ないパッケージ個数で高出力高輝度の小型発光ダイオード素
子を光源とした場合でも、カーボングラファイトシートとセラミックフィラ含有シートを
組み合わせて設けることにより、放熱性を向上させることが可能である。即ち、放熱性を
向上させているので、ヒートスプレッダーとしての役目を果たし、温度上昇の抑制と、発
光ダイオード素子のパッケージ相互の熱干渉を防ぐことが可能である。このため、放熱特
性が液晶表示装置の表示特性に影響を与えることなく、バックライト光源を駆動する回路
の消費電力を低減することが可能である。
【００４３】
　本実施例の内容は、小型テレビ用液晶表示装置ではバックライトとして有効な効果を有
する。このため、携帯電話用のバックライトモジュールや液晶表示装置だけでなく、カー
ナビやパソコン及びテレビパソコンなどのバックライトモジュールや液晶表示装置の用途
にも適用でき、直下型のバックライトモジュールではなくサイドライトのバックライトモ
ジュールに適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明内容は、放熱性が高い高出力高輝度の白色光源や、大型液晶テレビ用の液晶表示
装置や携帯電話やパソコン用などの中小型液晶表示装置に対するバックライトモジュール
やバックライト光源として適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す上面図。
【図２】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す断面図。
【図３】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトユニット構成を示
す上面図。
【図４】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトユニット構成を示
す断面図。
【図５】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトモジュール構成を
示す上面図。
【図６】本発明一実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトモジュール構成を
示す断面図。
【図７】本発明一実施例の実装ユニット素子を配列するテレビ用液晶パネル表示装置の断
面図。
【図８】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す断面図。
【図９】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトユニット構成を示
す断面図。
【図１０】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトモジュール構成
を示す断面図。
【図１１】本発明他実施例の実装ユニット素子を配列するテレビ用液晶パネル表示装置の
断面図。
【図１２】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す上面図
。
【図１３】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す断面図
。
【図１４】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトモジュール構成
を示す上面図。
【図１５】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するバックライトモジュール構成
を示す断面図。
【図１６】本発明他実施例の実装ユニット素子を配列するテレビ用液晶パネル表示装置の
断面図。
【図１７】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す上面図
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【図１８】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す断面図
。
【図１９】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するパッケージ構成を示す断面図
。
【図２０】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するユニット構成を示す上面図。
【図２１】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するユニット構成を示す断面図。
【図２２】本発明他実施例の発光ダイオード素子を実装するユニット構成を示す断面図。
【図２３】本発明の発光ダイオード素子実装パッケージを用いた携帯電話用液晶パネル表
示装置の上面図。
【図２４】本発明の発光ダイオード素子実装パッケージを用いた携帯電話用液晶パネル表
示装置の断面図。
【図２５】本発明の発光ダイオード素子実装パッケージを用いた携帯電話用液晶パネル表
示装置の上面図。
【符号の説明】
【００４６】
　１…絶縁層付き金属基板またはセラミック基板或いはガラエポ基板、２，３５…配線、
３…青色発光ダイオード素子、４，５…緑色発光ダイオード素子、６…赤色発光ダイオー
ド素子、７…金ワイヤ、８…光反射板、９…透明樹脂、１０…カーボングラファイトシー
ト、１１…セラミックフィラ含有シート、１２…ユニット構造、１３…バックライト筺体
、１４…発光ダイオード素子実装ユニット集合体、１５…バックライト光線、１６…拡散
板、１７…正プリズムシート、１８…拡散フィルム、１９，２１，３０，３２…偏光板、
２０…テレビ用薄膜トランジスタ及び液晶パネル、２２…パッケージ構造、２３…絶縁層
上配線、２４…黄色系蛍光体含有樹脂、２５…絶縁膜シート、２６…パッケージ、２７…
導光板、２８…逆プリズムシート、２９…拡散フィルム、３１…薄膜トランジスタ回路付
き液晶パネル、３３…バックライトモジュール、３４…液晶パネル画素、３６…駆動回路
。
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